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	1. 서론
배열 안테나의 빔패턴을 간단하게 측정하기 위해 Active element pattern 합성법을 많이 사용해 왔다 [1]. 샘플의 크기가 매우 작을 경우, mmwave 배열 안테나를 설계하였을 경우, 50Ω matched termination된 coupon들이 요구된다. 그러나 그림 1과 같이 회로의 폭이 매우 좁을 경우, 현재 상용화된 초소형 50Ω 저항 필름(https://www.vishay.com/do
cs/60093/fcseries.pdf)과도 연결하기 매우 어렵다. 본 논문은 저항 필름 없이, open과 short termination 만으로 배열 안테나의 빔패턴을 얻을 수 있는 방법을 소개한다.
2. 본론
그림 2는 port1에만 급전을 하였을 경우, 2x2의 배열안테나의 입사 및 반사파를 보여준다. Port1에는 mini SMPM(https://www.with-wave.com/single-post/2019/09/24/smpm-connectors-dc-to-265
-67-ghz)을 장착하기 위한 패턴이 그려져 있다. 이 때, 안테나 간의 커플링이 매우 크지 않으면, 포트 간 커플링은 한번만 고려해도 무방하다.

             (1)
식 (1)은 complex gain pattern이 입사 전압과 선형 관계에 있다는 것을 의미한다[1]. 함수 L 은 선형변환 함수이고, i 는 포트 번호를 가리킨다. 50Ω matched termination을 시켰을 경우, 반사 계수 Γ는 0이고, open termination을 시키면 Γ는 1, short termination을 시키면 Γ는 -1이므로, 식 (2)가 성립한다.

     (2)
그림 3은 2x2 배열 안테나의 구조 [2]를 참조하여, 일반적인 방법[1]과 제안된 방법으로 계산된 배열 안테나의 빔패턴을 비교한 것이다. 위 경우와 같이 2x2 배열 안테나의 경우에는 총 8개의 coupon이 필요하다 (open termination된 4개의 coupon과 short termination된 4개의 coupon). 제안된 방법은 주파수와 상관 없이 성립한다. 단, 그림 1에서, open termination된 port2,3,4의 위치와 short termination된 위치가 크게 다르다면 계산 결과에 오차를 발생시킬 수 있다.
3. 결론
좁은 선폭을 지닌 회로의 안테나는, 제안된 open, short terminated pattern들의 합성을 통해 기존의 방법[1]을 대체할 수 있다.
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그림 1. Port1만 급전된 2x2 배열 안테나 coupon의 회로면 (port2,3,4는 open termination)
[image: ]
그림 2. Port1에만 급전을 하였을 경우, 2x2 배열 안테나의 입사 및 반사파
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그림 3. Active element pattern 합성법과 제안된 방법의 합성법 결과의 비교
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